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Der Lehrstuhl fir Mechatronik bietet folgende studentische Arbeit an

MASTERARBEIT

Effizienzsteigerung und Leistungsdichteoptimierung
von Modularen Multilevel-Konvertern
in der Hochspannungs-Gleichstromiibertragung

Gesamtbewertung von asymmetrischer Fldchenauslegung bei Halb- und Vollbriickenmodulen
und galvanischer Halbleiteranbindung

- “( Konzepte auf Submodulebene ] A 100 %
PR (G A B i s
. ) N

O O K — S Yy 817

0 8 2 waw E 2 49% 399
Q.

o B *— asym. asym. galvan. = .

I I | =0 Halbbriicke  Vollbriicke ~ Anbindung (8]

I i | AN

N\ v

Offshore- MMC- s s n Leistungs- diskret, diskret,
Windpark Konverter Hier setzt deine Arbeit an! modul galvan. galvan. + asym.
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WORUM GEHT ES?

Die Hochspannungs-Gleichstromiibertragung (HGU) ist eine Schliisseltechnologie der Energiewende, etwa fiir
Offshore-Windparks. lhr Herzstiick ist der Modulare Multilevel-Konverter (MMC) mit hunderten in Serie geschalteten
Submodulen. Die Leistungshalbleiter bestimmen daher mafBgeblich Kosten, Wirkungsgrad und Leistungsdichte.

In Vorarbeiten am Lehrstuhl wurden zwei Hebel identifiziert: Da sich die Verluste im MMC ungleich auf die Schalter
eines Submoduls verteilen, 1asst sich die Chipfliche asymmetrisch auslegen — fiir Halb- wie fir Vollbriickenmodule.
Und da das Kiihlsystem einer HGU-Station ohnehin potentialgetrennt ist, kénnen die Halbleiter galvanisch direkt auf
den Kiihler aufgebracht werden. Bodenplatte, Systemlot und Keramiksubstrat entfallen, der Warmewiderstand sinkt
drastisch. Bisher wurden beide Ansétze getrennt betrachtet. Ziel dieser Arbeit ist eine Gesamtbewertung: Welche
Kombination aus Submodultopologie, Flichenauslegung und Aufbautechnik bietet den besten Kompromiss
aus Wirkungsgrad und Leistungsdichte?
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geringerer Warmewiderstand weniger Chipflache durch weniger Chipflache bei Kom-
durch galvanische Anbindung asymmetrische Halbbriicke bination beider Konzepte

Ergebnisse aus vorangegangenen Arbeiten

DEINE AUFGABEN DAS BRINGST DU MIT
m Einarbeitung in MMC, Submodultopologien und die m Studium der Elektrotechnik, Mechatronik oder einer
Vorarbeiten am Lehrstuhl vergleichbaren Fachrichtung

m Erweiterung des bestehenden Simulationsmodells um  m Grundkenntnisse in Leistungselektronik
Halb- und Vollbriickenvarianten sowie verschiedene @ MATLAB-Kenntnisse fiir Simulation und Datenauswer-

Aufbautechniken tung
® Bestimmung der minimal erforderlichen Chipflache  m Sorgfaltige, eigensténdige Arbeitsweise und Freude an
Uber den gesamten Arbeitsbereich fachlichen Diskussionen

® Gesamtbewertung hinsichtlich Wirkungsgrad, Leis- paAS ERWARTET DICH
tungsdichte und Stromtragfahigkeit

m Ableitung von Auslegungsempfehlungen, Dokumentati-
on und Prasentation

m Aktuelles Forschungsthema mit Industriebezug

m Intensive Betreuung und ein etabliertes Simulations-
modell
m Mdglichkeit zur Mitwirkung an einer Veréffentlichung
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